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行业走势图 

一季报总结：实属不易，充满希望 
 

A 股半导体一季度业绩强劲。一季度外部环境充满挑战，疫情、俄乌冲突、
中美关系等因素都给半导体产业链带来了诸多不确定性，在此背景下，一季
度 A 股半导体板块营收达到 1537 亿人民币，同比增长 24.95%，板块归母净
利润达到 187 亿人民币，同比增长 60.35%，成绩亮眼，实属不易。 

我们看好半导体行业二季度持续增长，对板块未来发展充满希望。随着全
球半导体需求持续高涨，国内外晶圆制造产能及资本支出逐渐提升，供需关
系有望逐步缓解。建议关注国产替代背景下，晶圆制造上游板块及下游覆盖
汽车、新能源、服务器等具有高增长逻辑赛道带来的投资机会。 

 

半导体制造：一季度半导体制造产能随晶圆厂扩产需求放缓，5G、HPC、
PMIC、DDIC、车用 IC 等相关产品在一季度需求旺盛，使全球晶圆代工供需
格局加剧。在全球数字化进程持续进行的背景下，晶圆代工产能重要性凸显，
逐渐成为战略性资产，充分受益于的新应用的广泛普及。大陆晶圆代工供需
缺口仍旧很大，战略性看多本土晶圆代工资产。 

IC 设计：一季度遇周期性波动，IC 设计板块收入增速较 2021 年放缓，关注
产品迭代，看好新产品新应用穿越周期。新产品、新应用带来的需求增长是
IC 设计板块的核心驱动因子，5G、车用半导体、IoT 和 CIS 需求旺盛，有望
给相关标的提供穿越周期的动能。汽车电子缺芯潮对半导体芯片产品价格上
涨的驱动在中国更加明显，受益领域主要集中在传感器、控制、处理器等方
面；5G 时代，各物联网终端尚不能直接支持 5G，但大部分 IoT 设备支持
wifi，5GCPE 有望成为 5G 时代新的流量入口；此外，5G 带动 AI 的发展，
AI 进一步牵动摄像头相关技术的进步，手机传感器硅含量显著提升。 

半导体设备材料：扩产周期+国产替代，半导体设备材料板块成长逻辑始终
明确。芯片短缺加速了产能扩张速度，未来两年全球设备销售额增长趋势明
确，国产替代大趋势下，A 股半导体设备材料有很大成长潜力。晶圆代工产
业向中国大陆转移的趋势未变，国内晶圆厂建设的资本支出持续推进，大基
金二期投资关注集成电路产业链联动发展。二期基金更关注集成电路产业链
的联动发展。在投向上，大基金二期重点投向上游设备与材料、下游应用等
领域。在关注 5G、AI 和物联网的同时，也将持续关注刻蚀机、薄膜设备、
测试设备和清洗设备等领域，持续推进半导体设备、材料企业与半导体制造、
封测企业的协同。 

 

建议关注： 
1） 半导体设计：圣邦股份/思瑞浦/澜起科技/声光电科/晶晨股份/瑞芯微/
中颖电子/斯达半导/宏微科技/新洁能/全志科技/恒玄科技/富瀚微/兆易创
新/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/紫光国微/复旦微电/艾为电子/龙芯中科/海
光信息/东微半导； 
2）IDM: 闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微/扬杰科技； 
3）晶圆代工：华虹半导体/中芯国际； 
4）半导体设备材料：沪硅产业/华峰测控/北方华创/雅克科技/上海新阳/中
微公司/精测电子/长川科技/有研新材/鼎龙股份； 
 
风险提示：海内外疫情反复风险、产业政策变化、国际贸易争端加剧、下游
行业需求不及预期。 
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1. 一季度行情回顾 

1.1. 半导体行情 1Q22 跑输主要指数，4 月迎来一季报行情 

1Q22半导体跑输主要指数，4月迎来一季报行情。1Q22申万半导体行业指数下跌 22.19%，
同期创业板指数下跌 19.96%，上证综指下跌 10.65%，深证综指下跌 18.44%，中小板指数下
跌 18.64%，万德全 A 指数下跌 13.92%，半导体指数跑输主要指数。 

4 月半导体板块迎来一季报行情，4 月申万半导体行业指数下跌 17.13%，同期创业板指数
下跌 14.00%，上证综指下跌 6.72%，深证综指下跌 10.13%，中小板指数下跌 7.63%，万德全
A 指数下跌 10.23%，半导体指数跑输主要指数。 

表 1：1Q22 半导体指数与主要指数对比 

  1Q22 涨跌幅% 半导体行业相对涨跌幅（%） 

创业板指数            -19.96              -2.23  

上证综合指数            -10.65             -11.54  

深证综合指数            -18.44              -3.75  

中小板指数            -18.64              -3.55  

万得全 A            -13.92              -8.27  

半导体（申万）            -22.19                -    

资料来源：Wind，天风证券研究所 

 

表 2：4 月半导体指数与主要指数对比 

  本月涨跌幅% 半导体行业相对涨跌幅（%） 

创业板指数            -14.00              -3.12  

上证综合指数             -6.72             -10.41  

深证综合指数            -10.13              -7.00  

中小板指数             -7.63              -9.49  

万得全 A            -10.23              -6.90  

半导体（申万）            -17.13                -    

资料来源：Wind，天风证券研究所 

从半导体行业细分领域来看，今年一季度各领域均下跌，半导体材料板块下跌 10.3%，半
导体制造板块下跌 19.9%，分立器件下跌 21.4%，IC 设计下跌 21.7%，半导体封测板块下跌
21.7%，半导体设备板块下跌 21.8%。 

伴随一季报发布，半导体板块跌幅减缓，4 月分立器件下跌 12.7%，半导体制造板块下跌
13.0%，半导体封测板块下跌 13.7%，半导体材料板块下跌 14.2%，IC 设计板块下跌 14.8%，
半导体设备板块下跌 15.7%。 

图 1：1Q22 各行业涨跌幅（%）  图 2：1Q22 半导体子版块涨跌幅（%） 
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资料来源：Wind，天风证券研究所  资料来源：Wind，天风证券研究所 

 

图 3：4 月各行业涨跌幅（%）  图 4：4 月半导体子版块涨跌幅（%） 

 

 

 

资料来源：Wind，天风证券研究所  资料来源：Wind，天风证券研究所 

1.2. 公募基金持仓情况 

1Q22 基金重仓持有半导体股票市值占半导体行业总市值约 8.6%（按重仓持股数据计算），
1Q21 为 7.2%，同比增加 1.4pct，体现了机构对板块中长期发展的看好。 

1Q22 公募基金持仓占流通市值比前十的标的为：晶晨股份、安路科技-U、盛美上海、圣
邦股份、振华科技、紫光国微、思瑞浦、法拉电子、兆易创新、芯源微； 

1Q22 公募基金持有市值前十的标的为：紫光国微、圣邦股份、北方华创、兆易创新、振
华科技、韦尔股份、中环股份、三安光电、闻泰科技、中芯国际。 

表 3：A 股半导体板块 1Q22 公募基金持仓占流通市值比前 25（市值单位：亿元，市值对应时间 2022 年 3 月 31 日） 

亿元 重仓公募数

量 

基金持有市值

合计 

总市值 占总市值比

例 

流通市值 占流通市值

比 

1Q22 业绩

YoY（%） 

晶晨股份 116 94 464 20% 241 39% 202 

安路科技-U 30 7 200 3% 21 33% 206 

盛美上海 40 10 392 3% 30 33% -89 

圣邦股份 190 224 772 29% 719 31% 245 

振华科技 249 181 588 31% 587 31% 146 

紫光国微 463 325 1,241 26% 1,241 26% 64 

思瑞浦 86 66 497 13% 267 25% 194 

法拉电子 104 100 452 22% 452 22% 24 

兆易创新 251 186 941 20% 871 21% 128 

芯源微 48 14 126 11% 67 20% 398 

安集科技 40 18 151 12% 87 20% 1,830 

东微半导 26 5 124 4% 26 20% 130 

天岳先进 22 3 234 1% 18 19% -283 

芯原股份-U 15 18 243 7% 100 18% 105 

澜起科技 115 61 762 8% 363 17% 128 

长川科技 40 27 221 12% 161 17% 60 

复旦微电 18 6 294 2% 38 16% 170 

瑞芯微 20 26 376 7% 171 15% -25 

闻泰科技 136 117 1,013 12% 762 15% -23 

神工股份 22 10 125 8% 65 15% 27 

华峰测控 45 27 277 10% 182 15% 356 
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北方华创 358 187 1,445 13% 1,271 15% 183 

华特气体 9 3 78 4% 23 14% 41 

火炬电子 39 33 239 14% 238 14% -25 

鸿远电子 44 28 299 9% 202 14% 19 

芯朋微 12 8 101 8% 60 14% 14 

中微公司 59 52 718 7% 383 14% -15 

睿创微纳 11 16 201 8% 115 13% -62 

斯达半导 110 41 660 6% 305 13% 102 

晶丰明源 5 4 118 3% 31 13% -117 

沪硅产业-U 26 37 597 6% 291 13% -267 

三安光电 80 121 1,065 11% 970 12% -23 

中芯国际 97 107 1,723 6% 862 12% 0.00 

顺络电子 17 22 206 11% 182 12% -15 

鼎龙股份 47 17 187 9% 143 12% 90 

卓胜微 58 51 700 7% 423 12% -7 

乐鑫科技 7 7 104 7% 59 12% -18 

中颖电子 38 21 179 12% 176 12% 90 

士兰微 100 72 687 11% 647 11% 55 

韦尔股份 269 171 1,696 10% 1,530 11% -14 

扬杰科技 85 42 379 11% 378 11% 78 

希荻微 16 1 98 1% 8 11% 4,041 

江海股份 49 18 178 10% 167 11% 42 

晶瑞电材 8 9 106 9% 88 10% 39 

四维图新 80 32 332 10% 315 10% 126 

聚辰股份 28 7 99 7% 69 10% 247 

晶盛机电 108 70 772 9% 725 10% 57 

中环股份 235 125 1,380 9% 1,295 10% 142 

精测电子 10 7 120 6% 89 8% -56 

翱捷科技-U 20 2 293 1% 23 8% 82 

资料来源：Wind，天风证券研究所 

2. 一季报总结：1Q22 估值回调，下游新兴赛道贡献行业高增长 

2.1. 半导体：一季度估值阶段性回调，稳健增长确定性高  

A 股半导体一季度业绩强劲。一季度外部环境充满挑战，疫情、俄乌冲突、中美关系等因
素都给半导体产业链带来了诸多不确定性，在此背景下，一季度 A 股半导体板块营收达到
1537 亿人民币，同比增长 24.95%，板块归母净利润达到 187 亿人民币，同比增长 60.35%，
成绩亮眼，实属不易。 

我们看好半导体行业二季度持续增长，对板块未来发展充满希望。随着全球半导体需求持
续高涨，国内外晶圆制造产能及资本支出逐渐提升，供需关系有望逐步缓解。建议关注国
产替代背景下，晶圆制造上游板块及下游覆盖汽车、新能源、服务器等具有高增长逻辑赛
道带来的投资机会。 

半导体细分板块来看，材料、设备一季度收入增速相对较高，分别为 47%和 45%；封测板
块一季度收入同比增 25%；分立器件一季度收入同比增 20%。  

表 4：半导体子版块营业收入同比增速（单位：亿元） 

单位：亿元 市值 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 

封测   1,626  6% 24% 5% 36% 32% 24% 25% 15% 25% 
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IC 设计  11,261  49% 50% 46% 33% 79% 69% 34% 29% 16% 

半导体材料   4,289  9% 7% 13% 24% 48% 61% 56% 36% 47% 

半导体设备   4,013  5% 11% 43% 55% 75% 58% 44% 35% 45% 

半导体制造   3,654  24% 20% 30% 18% 33% 45% 31% 39% 
 

分立器件   4,942  55% 63% 38% -10% 33% 22% 13% 10% 20% 

其他     475  9% 11% 24% 8% 56% 43% 29% 31% 21% 

资料来源：Wind，天风证券研究所 

归母净利润增速上，材料板块一季度同比增 142%，封测板块一季度同比增 40%，IC 设计板
块一季度同比增 31%；半导体设备板块一季度同比增 17%；分立器件一季度同比增 14%；制
造板块一季度同比降 39%。 

图 5：半导体子版块归母净利润同比增速 

 

资料来源：Wind，天风证券研究所 

涨价和产品结构提升带动一季度板块毛利率提升，一季度费用率平稳。一季度半导体设备
板块毛利率达 42.7%，环比提升2.5pct；分立器件板块一季度毛利率达 28.2%，环比提升 2.5pct；
其他细分板块基本持平：IC 设计板块一季度毛利率达 42.3%，环比下降 0.4pct；材料板块
一季度毛利率达 22.3%，环比下降0.3pct；封测板块一季度毛利率达 12.9%，环比减少0.7pct。
板块费用率一季度保持平稳，除分立器件、IC 设计板块和设备板块费用率一季度分别下降
2.3pct、1.8pct 和 1.2pct 以外，其他细分板块和 2021Q4 基本持平。 

图 6：半导体子版块毛利率  图 7：半导体子版块费用率 

 

 

 

资料来源：Wind，天风证券研究所  资料来源：Wind，天风证券研究所 

毛利率提升带动归母净利率整体提升，年化 ROE 整体略有下滑。IC 设计板块一季度归母净
利率环比提升至 16.9%；材料板块一季度归母净利率环比提升至 9.5%；分立器件一季度归
母净利率环比提升至 13.0%。封测板块归母净利率环比略降至 5.5%；设备板块一季度归母
净利率环比降至 14.8%。分立器件板块年化 ROE 涨幅明显，一季度升至 12.5%；半导体材料
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板块年化 ROE 一季度升至 10.9%；封测板块年化 ROE 一季度降至 10.5%；IC 设计年化 ROE

一季度降至 10.2%；半导体设备板块年化 ROE 一季度降至 7.6%。 

图 8：半导体子版块归母净利率  图 9：半导体子版块年化 ROE 

 

 

 

资料来源：Wind，天风证券研究所  资料来源：Wind，天风证券研究所 

看好半导体行业二季度保持高增速。我们统计了 1Q22A 股半导体个股归母净利润增速，
增速较高的为 IC 设计（希荻微、创耀科技、聚辰股份等）、半导体材料（巨化股份、安集
科技、永太科技等）及半导体设备板块（芯源微、华峰测控、北方华创等）。随着全球半
导体需求持续高涨，国内外晶圆制造产能及资本支出逐渐提升，供需关系有望逐步缓解。
建议关注国产替代背景下，晶圆制造上游板块及下游覆盖汽车、新能源、服务器等具有高
增长逻辑赛道带来的投资机会。 

表 5：1Q22 半导体个股归母净利润增速排名（单位：亿元，市值对应时间 2022 年 3 月 31 日） 

所属板块 证券简称 市值 1Q22 收入 1Q22 归母 归母增速 

IC 设计 希荻微 81 1.5 0.1 4041% 

半导体材料 巨化股份 306 46.1 2.3 1880% 

半导体材料 安集科技 132 2.3 0.4 1830% 

IC 设计 创耀科技 58 2.3 0.3 1275% 

工厂服务 正帆科技 40 3.6 0.1 1216% 

半导体材料 永太科技 221 17.4 3.9 435% 

半导体材料 阿石创 27 1.8 0.1 410% 

半导体设备 芯源微 89 1.8 0.3 398% 

半导体设备 华峰测控 198 2.6 1.2 356% 

半导体材料 江化微 55 2.4 0.3 254% 

IC 设计 聚辰股份 85 2.0 0.6 247% 

IC 设计 圣邦股份 663 7.8 2.6 245% 

IC 设计 证通电子 50 2.8 0.1 238% 

IC 设计 东芯股份 137 3.4 1.1 217% 

半导体材料 立昂微 352 7.6 2.4 214% 

IC 设计 安路科技-U 175 2.6 0.2 206% 

IC 设计 晶晨股份 446 14.8 2.7 202% 

IC 设计 思瑞浦 391 4.4 0.9 194% 

IC 设计 富瀚微 137 5.1 1.0 193% 

半导体设备 北方华创 1260 21.4 2.1 183% 

资料来源：Wind，天风证券研究所 

2.2. 半导体制造：一季度制造产能需求放缓，未来 5 年扩产节奏确定，彰显
成长性 

一季度半导体制造产能随晶圆厂扩产需求放缓，5G、HPC、PMIC、DDIC、车用 IC 等相
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关产品在一季度需求旺盛，使全球晶圆代工供需格局加剧。A 股中，士兰微毛利率略微下
滑，华润微、三安光电毛利率得到环比提升，华润微一季度毛利率达到 36.5%，环比提升
1.4pct，三安光电一季度毛利率达到 21.9%，环比提升 2pct。 

图 10：制造板块公司收入同比增速  图 11：制造板块公司毛利率 

 

 

 

资料来源：Wind，天风证券研究所  资料来源：Wind，天风证券研究所 

晶圆代工作为半导体板块中资产最重的环节，向上拉动半导体设备材料的研发进展，向下
影响设计公司的产品能力，在全球数字化进程持续进行的背景下，晶圆代工产能重要性凸
显，逐渐成为战略性资产，充分受益于 5G 催生的以 AIoT 为代表的新应用的广泛普及。2022

年一季度，俄乌冲突爆发、中国疫情封锁导致供应链崩溃，以及以手机、PC 为代表的消费
市场需求饱和，使得半导体下游市场低迷程度低于预期，半导体制造板块存货周转天数环
比增长 135.6%至 139 天。 

图 12：半导体制造企业库存（单位：亿元）  图 13：半导体制造板块存货周转天数（单位：天） 

 

 

 

资料来源：Wind，天风证券研究所  资料来源：Wind，天风证券研究所 

在缺芯潮日益蔓延的 2021 年，全球半导体销售额首次超过 5000 亿美元，创下历史新高。
根据 ICInsights， 2021 年纯晶圆代工行业全球市场销售额排名中，中芯国际位于全球第四
位，在中国大陆企业中排名第一；华虹集团紧随其后，排名全球第五。 

图 14：2021 年全球前十晶圆代工企业营收排名（单位：亿元） 
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资料来源：智研咨询，天风证券研究所 

中芯国际 2021 年业绩创新高，充分受益行业高景气。2021 年公司实现营收 356.31 亿元，
同比增长 29.70%；归母净利润 107.33 亿元，同比增长 147.75%。其中，2021Q4 单季度
实现收入 102.60 亿元，同比增长 53.79%，环比增长 10.55%；归母净利润 34.15 亿元，
同比增长 172.73%，环比增长 64.41%。 

图 15：中芯国际营业总收入及同比增速（单位：亿元）  图 16：中芯国际归母净利润及同比增速（单位：亿元） 

 

 

 

资料来源：Wind，天风证券研究所  资料来源：Wind，天风证券研究所 

受益于行业供需失衡，公司产品量价提升，叠加公司产品组合变动，驱动公司业绩快速增
长。2021 年公司整体毛利率 29.3%，同比+5.5pct。资本开支方面，预计 2022 年资本开
支为 320.5 亿元。由于先进制程产线的部分半导体设备进口受到限制，中芯国际先进制程
扩产面临较大不确定性，但国内大部分芯片需求集中在成熟制程，中芯国际 8 英寸及 12

英寸成熟制程收入有望持续增长。 

1Q22，大陆晶圆代工企业估值均有所回调：中芯国际 3.34xPB，华润微 4.2xPB，士兰微
10.7xPB，三安光电 3.5xPB，华虹半导体港股股价对应 2.0xPB，行业平均 3.7xPB，中芯国
际、三安光电及华虹半导体低于行业平均估值，成长性有望超预期。 

图 17：A 股制造板块公司 1Q2021-1Q2022PB 估值 
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资料来源：Wind，天风证券研究所 

大陆晶圆代工供需缺口仍旧很大，战略性看多本土晶圆代工资产。短期来看，目前半导体
仍处于 IoT、汽车、AI 等应用接力的新成长阶段中，鉴于行业持续需要确保供应安全，预
计供应链将维持较高水平的库存。虽然短期失衡可能持续，但 5G 和 HPC 相关应用的行业
大趋势支撑了长期半导体需求的结构性增长，因此晶圆制造产能将在 2022 年全年继续保
持紧张；长期来看，国产替代给本土晶圆代工板块带来的成长性，应优先于产业周期性考
虑，中芯国际和华虹半导体作为本土晶圆代工头部公司，估值处于低位水平，基本面有望
持续边际改善，看好其长期发展。 

建议关注：华虹半导体/中芯国际。 

2.3. IC 设计：一季度增速较快，下游需求分化，汽车+HPC 延续高景气  

一季度遇周期性波动，IC 设计板块收入增速较 2021 年放缓，但同比仍上升 16%，归母净
利率提升，毛利率环比略有下滑。一季度半导体下游需求分化，部分产品涨价，高景气度
带动板块业绩提升。市值前十大 A 股 IC 设计公司中，澜起科技一季度收入增速最高
（YoY+201%），其次为思瑞浦（YoY+165%）与圣邦股份（YoY+97%）；归母净利润增速最
高的是圣邦股份（YoY+245%），其次为晶晨股份（YoY+202%）、思瑞浦（YoY+194%）。 

图 18：IC 设计板块公司收入及同比增速   图 19：IC 设计板块公司毛利率及归母净利率 

 

 

 

资料来源：Wind，天风证券研究所  资料来源：Wind，天风证券研究所 

表 6：市值前十大 A 股 IC 设计公司 1Q22 收入及归母净利润（单位：亿元） 

 市值 收入 收入增速 归母净利润 归母净利润增速 

韦尔股份 1,229.1  55.4  -11% 9.0 -14% 

紫光国微 1,129.1  13.4  41% 5.3 64% 

兆易创新 796.3  22.3  39% 6.9 128% 

澜起科技 672.9  9.0  201% 3.1 128% 
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圣邦股份 659.1  7.8  97% 2.6 245% 

卓胜微 578.8  13.3  12% 4.6 -7% 

晶晨股份 420.2  14.8  59% 2.7 202% 

复旦微电 362.4  7.8  55% 2.3 170% 

思瑞浦 359.2  4.4  165% 0.9 194% 

北京君正 341.8  14.1  32% 2.3 92% 

资料来源：Wind，天风证券研究所 

自 2021 年底以来，由于终端对消费电子设备需求放缓，IC 设计下游客户已调整部分库存
芯片和组件。在汽车智能化、5G 与 WIFI6 渗透率提升及 HPC 数据量增加的背景下，相关
芯片有望在 2022 年实现销售额进一步增长。 

国内存储芯片产业龙头兆易创新 2022Q1 实现营收 22.30 亿元，同比增长 39.02%，归母净
利润 6.86 亿元，同比增长 127.65%；PE(TTM)估值回调至 40.28x。公司在终端智能化需求
和供应链本土化趋势的背景下，积极开拓新市场、新客户，工业等领域增加营收贡献。同
时公司持续加大研发力度，不断完善产品线，积累产品和技术优势，推出自研 DDR4、
Wi-Fi  MCU、车规级 MCU 等新产品。此外，公司进行供应链多元化布局，支撑业绩增长。
我们看好公司不断完善优化产品线产品持续发展。 

图 20：兆易创新归母净利润及同比增速（单位：亿元）  图 21：兆易创新 PE(TTM)趋势 

 

 

 

资料来源：Wind，天风证券研究所  资料来源：Wind，天风证券研究所 

主营 MCU 集成电路设计的中颖电子 2022Q1 实现营业收入 4.64 亿元，同比增长 51.44%；
实现归母净利润 1.28 亿元，同比增长 89.97%；PE(TTM)估值回调至 48.17x。公司 2022 年
一季度淡季不淡，同比保持高速增长，同时公司产品组合持续优化带动毛利率同比略有提
升。其中 MCU 在家电领域有望持续提高市场份额，开拓海外家电市场；并在汽车领域抓
紧研发车身应用芯片，有望实现 0-1 的突破；锂电池管理芯片深耕国内多家品牌大厂，正
处于国产替代市占份额扩充的成长期；AMOLED 显示驱动在前装市场实现突破。我们看好
公司在国产替代加速导入，新品进一步拓展，带动业务快速增长。 

图 22：中颖电子归母净利润及同比增速（单位：亿元）  图 23：中颖电子 PE(TTM)趋势 

 

 

 

资料来源：Wind，天风证券研究所  资料来源：Wind，天风证券研究所 
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关注产品迭代，看好新产品新应用穿越周期。新产品、新应用带来的需求增长是 IC 设计板
块的核心驱动因子，5G、车用半导体、IoT 和 CIS 需求旺盛，有望给相关标的提供穿越周
期的动能。5G 应用今年或迎快速发展，5G 智能手机半导体单机价值量有望提升，其中射
频前端成长比例最高，有关器件的成本和数量都会得到提升；同时在基站端，基站数量和
单个基站成本或将双双上涨，叠加有望带来市场空间的增长。此外，汽车电子缺芯潮对半
导体芯片产品价格上涨的驱动在中国更加明显，受益领域主要集中在传感器、控制、处理
器等方面；5G 时代，各物联网终端尚不能直接支持 5G，但大部分 IoT 设备支持 wifi，5GCPE

有望成为 5G 时代新的流量入口；此外，5G 带动 AI 的发展，AI 进一步牵动摄像头相关技
术的进步，手机传感器硅含量显著提升。 

建议关注：圣邦股份/思瑞浦/澜起科技/声光电科/晶晨股份/瑞芯微/中颖电子/斯达半导/宏
微科技/新洁能/全志科技/恒玄科技/富瀚微/兆易创新/韦尔股份/卓胜微/晶丰明源/紫光国
微/复旦微电/艾为电子/龙芯中科/海光信息/东微半导。 

2.4. 半导体设备材料：成长趋势明确，受益制造产能扩张及国产替代加速 

一季度 A 股半导体设备材料板块收入增速环比上升，设备板块毛利率环比同比均有提升，
材料板块毛利率同比提升，环比略降。一季度 A 股半导体设备板块收入增速环比回升至 45%，
半导体材料板块收入增速环比回升至 47%；毛利率方面，半导体设备板块为 42.7%，环比提
升 2.5pct，同比提升 1.8pct；半导体材料板块同比提升 2.9pct，环比略微下滑 0.3pct 至 22.3%。  

图 24：半导体设备材料板块收入同比增速  图 25：半导体设备材料板块毛利率同比增速 

 

 

 

资料来源：Wind，天风证券研究所  资料来源：Wind，天风证券研究所 

市值前十大 A 股半导体材料公司中，永太科技一季度收入增速最高（YoY+104%），其次为
南大光电与安集科技（YoY+95%）；归母净利润增速最高的是巨化股份（YoY+1880%），其
次为安集科技（YoY+1830%）、永太科技（YoY+435%）。 

表 7：市值前十大 A 股半导体材料公司 1Q22 收入及归母净利润 

 市值 收入 收入增速 归母净利润 归母净利润增速 

中环股份 1,261.0 133.7 79% 13.1 142% 

沪硅产业-U 568.5 7.9 47% -0.2 -267% 

立昂微 352.3 7.6 64% 2.4 214% 

巨化股份 306.4 46.1 28% 2.3 1880% 

永太科技 220.9 17.4 104% 3.9 435% 

雅克科技 214.3 9.7 9% 1.5 22% 

鼎龙股份 155.4 5.7 10% 0.7 90% 

南大光电 141.8 4.1 95% 0.8 89% 

安集科技 131.9 2.3 95% 0.4 1830% 

有研新材 115.8 39.1 7% 1.0 69% 

江丰电子 113.3 4.9 54% 0.3 90% 

资料来源：Wind，天风证券研究所 
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市值前十大 A 股半导体设备公司中，至纯科技一季度收入增速最高（YoY+137%），其次为
华峰测控（YoY+124%）与晶盛机电（YoY+114%）；归母净利润增速最高的是华峰测控
（YoY+356%），其次为北方华创（YoY+183%）、长川科技（YoY+60%）。 

表 8：市值前十大 A 股半导体设备公司 1Q22 收入及归母净利润（单位：亿元） 

 市值 收入 收入增速 归母净利润 归母净利润增速 

北方华创 1260.01753 21.4 50% 2.1 183% 

晶盛机电 650.312968 19.5 114% 4.4 57% 

中微公司 647.056704 9.5 57% 1.2 -15% 

盛美上海 330.37051 3.5 29% 0.0 -89% 

捷佳伟创 206.528614 13.6 16% 2.7 29% 

华峰测控 198.091875 2.6 124% 1.2 356% 

长川科技 192.176536 5.4 82% 0.7 60% 

万业企业 147.712868 1.0 -77% 0.3 -86% 

至纯科技 99.7543485 5.5 137% 0.2 -71% 

精测电子 98.5743222 6.0 2% 0.3 -56% 

资料来源：Wind，天风证券研究所 

芯片短缺加速了产能扩张速度，根据 SEMI 预计，未来两年全球设备销售额增长趋势明确，
国产替代大趋势下，A 股半导体设备材料有很大成长潜力。近半年以来，全球主力晶圆代
工厂和 IDM 公布了新一轮扩产计划。缺芯大环境下，为满足市场需求，各晶圆代工厂加大
扩产力度，资本支出也随之增加。目前，台积电、联电、格芯、中芯国际、世界先进、力
积电这几家主要晶圆代工厂 2022 年资本支出合计达 548~588 亿美元，包括台积电公布资
本开支 400-440 亿美元，联电 30 亿美元，格芯 45 亿美元，中芯国际达约 50 亿美元，世
界先进 8.6 亿美元。扩产周期上行，上游设备材料最先受益，根据 SEMI 预计，未来两年全
球设备销售额增长趋势明确，而在国产替代大趋势下，A 股半导体设备材料有很大成长潜
力。 

表 9：主要晶圆代工厂商 2022 资本支出 

厂商 资本支出 主要用途 

台积电 400 亿美元至 440 亿

美元 

70%至 80%将用于为最新和即将推出的节点（包括 N2、N3、N5 和 N7）建造新晶

圆厂和扩大产能，10%至 20%将用于专业技术 花费，10%将用于先进封装 

联电 30 亿美元 南科 Fab 12A P6 厂扩展计划，其中 90%将用于 12 英寸晶圆、 10%用于 8 英寸晶圆

产能 

格芯 45 亿美元 扩充产能 

中芯国际 约 50 亿美元 持续推进已有老厂扩建及三个新厂项目 

力积电 约 15 亿美元 铜锣厂相关投资，其中 97%用于 12 英寸厂，3%用于 8 英寸厂 

世界先进 8.61 亿美元 75%用于晶圆五厂并购与扩产，20%用于三厂，5%用于其他厂区维修所需 

资料来源：全球半导体观察，天风证券研究所 

国内半导体清洗设备龙头盛美上海 2022Q1 实现营收 3.5 亿元，同比增长 29%，归母净利
润 0.04 亿元，同比下降 89%，毛利率环比增加 0.24pct。一季度业绩不及预期，主要原因
是疫情短期对供应链产生影响，上海新冠疫情封锁导致运营限制，公司 1Q22 收入大大低
于内部计划。公司表示，限制的影响将是暂时的，部分收入将从第一季度推迟到第二季度
实现。我们认为，随着疫情的缓解，生产进程与物流环节的恢复，公司设备交付能力及收
入节奏有望如公司预期，在 2Q22 恢复。 

图 26：盛美上海归母净利润及同比增速（单位：亿元）  图 27：盛美上海单季毛利率（单位：%） 
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资料来源：Wind，天风证券研究所  资料来源：Wind，天风证券研究所 

国内 CMP 抛光垫龙头鼎龙股份 2022Q1 实现营收 5.70 亿元，同比增长 9.57%，归母净利润
0.71 亿元，同比增长 90.12%，毛利率环比增加 5.56pct。公司受打印耗材+光电半导体材料
双轮驱动，业绩持续稳定增长。公司作为 CMP 抛光垫唯一国产供应商，国内市场优势地
位确立。新产品的研发进一步丰富了公司半导体材料产品线，扩大了公司在高端半导体材
料国产化路线上的优势。我们看好未来光电半导体材料成为公司主要增长动力源，带动公
司成长为高端材料平台化企业。 

图 28：鼎龙股份归母净利润及同比增速（单位：亿元）  图 29：鼎龙股份单季毛利率（单位：%） 

 

 

 

资料来源：Wind，天风证券研究所  资料来源：Wind，天风证券研究所 

扩产周期+国产替代，半导体设备材料板块成长逻辑始终明确。晶圆代工产业向中国大陆
转移的趋势未变，国内晶圆厂建设的资本支出持续推进，大基金二期投资关注集成电路产
业链联动发展。二期基金更关注集成电路产业链的联动发展。在投向上，大基金二期重点
投向上游设备与材料、下游应用等领域。在关注 5G、AI 和物联网的同时，也将持续关注
刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域，持续推进半导体设备、材料企业与半导
体制造、封测企业的协同。 

建议关注：沪硅产业/华峰测控/北方华创/雅克科技/上海新阳/中微公司/精测电子/长川科
技/有研新材/鼎龙股份。 

3. 风险提示 

海内外疫情反复风险：海内外疫情反复，尤其国内疫情管控力度较大，影响上下游供应链，
导致行业业绩发展不及预期。 

产业政策变化：国家对集成电路行业进行的相关产业扶持政策力度不如预期，政策产生的
传导价值不及预期。 

国际贸易争端加剧：中美贸易争端及俄乌矛盾加剧，影响供应链及海外订单。 

下游行业需求不及预期：预计对半导体行业有显著拉动作用的下游市场的需求扩张速度不
及预期。 
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